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Abstract (en)
The surface of panels (2) are provided with a structured surface finish that is provided by applying a lacquered coating that can be profiled. The
lacquer is applied by roller drums that are coated with a lacquer film as the panel pass along on a conveyor belt (4). The roller stations (6,8,18,20)
have different surfaces to form the required finish.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche auf einem plattenförmigen Werkstück (2) aus Holzwerkstoff
zur Verwendung als Fußbodenbelag oder Möbelteil, bei dem auf die Oberfläche des Werkstückes (2) ein Holzdekor aufgedruckt wird, bei dem
auf das Holzdekor folgend eine zumindest teilweise optisch transparente erste Beschichtung (22) aus Lack auf die Oberfläche des Werkstückes
(2) aufgebracht wird und bei dem mit Hilfe einer digitalen Auftragsvorrichtung (30) auf die erste Beschichtung eine zumindest teilweise optisch
transparente zweite Beschichtung (24) aus Lack mit einer räumlich variierenden Verteilung der Auftragsmenge in der Weise aufgebracht wird, dass
die zweite Beschichtung (24) eine negative Oberflächenstruktur bildet, in der eigentlich als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des
Holzdekors als Erhebungen (28) ausgebildet sind. Dadurch wird das technische Problem gelöst, in wirtschaftlicher Weise eine verbesserte Struktur
in einer beschichteten Oberfläche zu erreichen. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche
auf einem plattenförmigen Werkstück (2) aus Holzwerkstoff zur Verwendung als Fußbodenbelag oder Möbelteil.
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